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(57) Abstract: The inventive components comprise the following elements: a glass substrate (1 1), an organic tight-emitting diode 
(12) arranged on said glass substrate (1 IX and; a glass cover (13) which is arranged over the organic Ua^t-cmitnng diode (12) and 
which is glued, on the edge (14). to the glass substrate (11). The glass cover is made from a glass plate by three-dimensiooaliy 
removing material from the same using a beam method. 


® (57) Zusammenfassung: Die Bauelemente nach der Erfindung weisen folgende Komponenten a uf : ein Glassubstrat ( t i), eine auf 
O dem Glassubstrat (11) angeordnete organische bchtenrittieTende Diode (12) und eine ttber der organiscben Uchtetmtnerenden Diode 
£►(12) angeordnete Glaskappe (13). die am Rand (14) mil dem Glassubstrat (1 1) verkfebt ist, wobei die Glaskappc aus einer Olasplatte 
^ durch areidimensionalen Matehalabtrag mittels eines Strohlverfahrens hergestellt ist 


